
安徽耐科装备科技股份有限公司

证券简称： 耐科装备      证券代码： 688419       编号：2026-001

投资者关系活动

类别

□特定对象调研    □分析师会议

□媒体采访        □业绩说明会

□新闻发布会      □路演活动

R现场参观□其他         

参与单位名称

及人员姓名

国联民生证券  周晓萌

南土资产      王  可

鹏扬基金      许颖婕

太平养老保险  张  凯

中银基金      张欣仪

时间 2026年 01月 21日

地点 现场

上市公司接待人员

姓名
董事会秘书：黄戎、董事会办公室职员：刘胡洁

投资者关系活动主

要内容介绍

一、会议交流（会议交流内容如下）

1、简单介绍企业情况

公司成立于 2005 年 10月份，从挤出成型装备产品

制造开始起步，产品一直做到细分行业世界前列位次。

随着公司新厂区的建设并投入使用，2014年公司开始策

划进军半导体封装装备行业，经过市场调研，2016年半

导体封装设备正式投入研发，2018年手动半导体封装设

备开始投入市场，2020年前后公司在半导体封装装备行

业主打产品全自动封装设备全面推向市场。目前，公司

的业务包括两大块，半导体封装装备和挤出成型装备，

其中半导体封装装备以国内销售为主，目标是实现进口

替代，已与通富微电、长电科技、华天科技、比亚迪半

导体等国内头部半导体封装知名企业建立合作关系，公

司正逐步开拓境外半导体封装装备客户，目前已成功与



东南亚安世、英飞凌半导体等客户建立合作。挤出成型

装备以出口为主，产品远销全球40多个国家和地区，服

务 400余家国外客户，服务于欧美等众多全球著名品

牌，出口规模连续多年位居我国同类产品首位。

2、公司对两类业务后续资源投入及业务重心的规

划

半导体装备是公司未来主要发展方向，将继续加大

研发和投入，提高产品技术水平，特别是压塑成型装备

的开发；在挤出成型装备业务领域将不断进行技术升

级，努力提高海外高端市场占有率。

3、目前来看压塑成型装备和注塑成型装备市场占

比？

现没有准确数据，据了解注塑成型工艺装备市场相

对较大，压塑成型工艺是未来发展方向，采用压塑成型

工艺的设备主要为晶圆级、板级封装装备，但晶圆级和

板级封装装备的国产化还是空白，市场目前主要被国外

设备厂商垄断。目前公司设备为转注成型工艺为主，现

公司正在研发的基板级封装装备和晶圆级封装装备为压

塑成型工艺设备，以期早日在产业化生产中实现进口替

代。

4、公司目前研发的压塑封装的产品有哪些，处于

什么阶段？

公司目前涉及压塑工艺封装装备研发项目有三

项，100mm×300mm基板类封装装备、320mm×320mm大尺

寸板级封装装备及晶圆级封装装备采用压塑工艺，其中

100mm×300mm基板类封装装备近期将发往客户端测试试

用并完善。

5、半导体封装装备的交货期？

半导体封装装备为定制化产品，产品结构不同，技



术参数不同，制造加工周期也不同。根据客户需求生

产，以公司半导体全自动封装设备180T一拖四标准化产

品为例，一般交货周期为6个月左右。

6、公司半导体封装装备和日本相关设备在技术上

有什么区别？

在半导体塑封封装装备领域，目前主要采用两种工

艺方式进行工作，分别是转注成型工艺和压塑成型工

艺，转注成型工艺装备我公司技术已成熟，部分技术指

标已达到国际先进水平，参数与日本相关设备没太大差

距，但是在稳定性方面稍逊；压塑成型工艺装备目前国

内未听说有产业化成果，本公司也一直在此方面进行研

发攻关，近期有100mm×300mm基板类封装装备将发往客

户端测试试用并完善。 

7、三大封装厂客户采购的设备中耐科装备的占比

情况？

三大封装厂都是公司的主要客户，与公司是长期合

作关系，但客户的设备采购是客户的商业秘密，无相关

数据。

8、从客户下单情况来看，相对于去年的增速大概

怎样？

目前公司订单充足，以公司半导体全自动封装设备

180T产品为例，每年可出货 35-40台（套）。随着2025

年 12月公司募投项目半导体封装装备新建项目结项并投

产使用，预计 2026年产能将逐渐释放，年出货量也随之

增加。

9、市场景气度怎么样？

从公司市场部了解到，目前下游客户封装厂大部分

处于满产状态，有很多客户皆有扩产意愿。

10、基板类封装装备样机到客户端需要验证多久？



验证时间目前不好进行预测。

二、现场参观

现场参观了两类业务研发现场及制造车间，观看了

采用压塑成型工艺的基板类封装装备及板级/晶圆级封

装装备样机。

附件清单（如有） 无

日期 2026年 1月 22日


